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(57) Abstract: Disclosed are a method and a device for
placing electronic components (1) on a substrate (2) in a
positioning station (3). The component that lies in a sup-
ply station by means of a contact face (4) is picked up by a
primary tool (6), is conveyed away using a rotational move-
ment, and is transferred to at least one swiveling tool (41,
42). The trajectory of the component between the level (47)
of the supply station and a more elevated stand-by level (7)
is divided into at least two separate curved movements. The
component is received by at least one secondary tool at the
stand-by level, is conveyed over the substrate, and is placed
thereupon. The component can be placed on the substrate
by means of the same contact surface or the structured sur-
face thereof depending on whether the primary tool trans-
fers the component to an intermediate swiveling tool (41)
first or directly to a final swiveling tool (42).

(57) Zusammenfassung: Bei einem Verfahren bzw. bei
einer Vorrichtung zum Ablegen von elektronischen Bau-
teilen (1) auf ein Substrat (2) an einer Ablagestation (3)
wird das mit einer Auflageseite (4) an einer Vorratsstation
aufliegende Bauteil mit einem Primidrwerkzeug (6) aufge-
nommen und durch eine Drehbewegung wegtransportiert
und we- nigstens einem Schwenkwerkzeug (41, 42) iiber-
geben. Der Weg des Bauteils zwischen der Ebene (47) der
Vorratsstation und einer hoher gelegenen Bereitstellungs-
ebene (7) wird dabei in wenigstens zwei getrennten Kur-
venbewegungen zuriickgelegt. In der Bereitstellungsebene
wird das Bauteil von wenigstens einem Sekundidrwerkzeug
itbernommen,
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Veroffentlicht:

—  mit internationalem Recherchenbericht

iber das Substrat transportiert und dort abgesetzt. Je nach dem, ob das Primérwerkzeug das Bauteil zuerst an ein Zwischenschwenkw-
erkzeug (41) oder direkt einem Endschwenkwerkzeug (42) tibergibt, kann das Bauteil wieder mit der gleichen Auflageseite oder aber
mit seiner Strukturseite auf das Substrat abgelegt werden.



